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Part 1 3:  Sal t  atmosphere  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subject  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  
non -governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  
cl osely wi th  the  I n ternati onal  Organ i zati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  
by agreement  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  60749-1 3  has  been  prepared  by I EC techn ical  committee  47:  
Sem iconductor devices.  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst ed i tion  publ ished  i n  2002 .  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ical  revis ion .   

Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s ign i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  a l i gnment wi th  M IL-STD-883J  Method  1 009.8,  Sal t  Atmosphere  (Corrosion) ,  i nclud ing  
i n formation  on  cond i ti on ing  and  maintenance of the  test chamber and  mounting  of test  
specimens  ( includ ing  explanatory fi gures) .  
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The  text of th is  I n ternational  Standard  is  based  on  the  fol lowing  documents :  

FDIS  Report  on  voti ng  

47/2446/FDIS  47/2455/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  I n ternational  Standard  can  be  found  in  
the  report  on  voti ng  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  document has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC D irectives,  Part 2 .  

A l i s t of a l l  parts  i n  the  I EC 60749  series,  publ ished  under the  general  t i tl e  Semiconductor 
devices – Mechanical and climatic test methods ,  can  be  found  on  the  I EC websi te .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  document wi l l  remain  unchanged  un ti l  the  
stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data  re lated  to  
the  speci fic document.  At  th is  date,  the  document wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  
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SEMICONDUCTOR DEVICES –  
MECHANICAL AND CLIMATIC  TEST METHODS –  

 
Part 1 3:  Sal t  atmosphere  

 
 
 

1  Scope 

This  part  of I EC  60749  describes  a  sa l t  atmosphere  test  that determ ines  the  resistance  of 
sem iconductor devices  to  corros ion .  I t  i s  an  accelerated  test that s imu lates  the  effects  of 
severe  sea-coast atmosphere  on  a l l  exposed  su rfaces.  I t  i s  on l y appl icable  to  those  devices  
speci fied  for a  marine  envi ronment.  

The  sal t  atmosphere  test  i s  considered  destructi ve.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents  are  referred  to  i n  the  text i n  such  a  way that some or a l l  of the ir 
con ten t consti tu tes  requ irements  of th is  document.  For dated  references,  on l y the  ed i tion  
ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  
any amendments)  appl i es.  

I EC 60749-1 4 ,  Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 14:  
Robustness of terminations  (lead integrity)  

3 Terms and  defin i tions  

No terms  and  defin i ti ons  are  l i sted  i n  th is  document.   

I SO  and  I EC main tain  term inolog ica l  databases  for use  i n  standard ization  at the  fol l owing  
addresses:  

•  I EC E lectroped ia:  avai lable  at  h ttp : //www.electroped ia.org /  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  avai l able  at h ttp: //www. iso. org/obp  

4 Test apparatus  

The fol l owing  i tems  are  requ ired  for perform ing  the  sal t  a tmosphere  test.  

a)  Temperature-con trol l ed  chamber wi th  su i table  non -corrod ib le  rack for supporting  devices .  
Al l  parts  wi th in  the  test  chamber wh ich  come i n  con tact wi th  test specimens  shal l  be  of 
materia ls  that wi l l  not cause  e lectrol ytic corrosion .  The  chamber shal l  be  properl y ven ted  
to  preven t pressure  bu i l d -up  and  a l l ow un i form  d istribution  of sa l t  fog .  

b)  Sal t  sol u tion  reservoir adequate l y protected  from  the  surround ing  ambien t.  

The  sal t  concentration  shal l  be  0 , 5  %  to  3 , 0  %  by weight i n  de ion ized  or d isti l led  water as  
requ ired  to  ach ieve  the  deposi ti on  rates  requ i red  by 5 . 4 .  The  sa l t  used  shal l  be  sod ium  
ch lori de  con ta in ing  on  the  d ry bas is  not more  than  0, 1  %  by weigh t of sod ium  iod ide  and  
not more  than  0 , 3  %  by weigh t total  impuri ties .  The  pH  of the  sa l t  so lu tion  shal l  be  
maintained  between  6 , 5  and  7, 2  when  measured  at 35  °C  ±  3  °C.  On l y CP grade  (d i lu te  
solu tion)  hydroch loric acid  or sod ium  hydroxide  shal l  be  used  to  ad j ust the  pH .  
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c)  Means  for atom izing  the  sa l t  sol u tion ,  i nclud ing  su i table  nozzles  and  compressed  a i r 
suppl y or a  20  %  oxygen ,  80  %  n i trogen  m ixture  (the  gas  en tering  the  atom izers  shal l  be  
free  from  al l  impuri ti es  such  as  o i l  and  d i rt) .  

d )  Means  for hum id i fying  the  a i r at  a  temperature  above  the  chamber temperature.  

e)  Ai r or i nert  gas  d ryer.  

f)  Magn i fier(s),  1 ×  to  3× ,  1 0×  to  20×  and  30×  to  60× .  

5 Procedure  

5.1  Cond ition ing  and  maintenance  of test  chamber 

The purpose  of the  clean ing  cycle  i s  to  assure  that a l l  materia ls  wh ich  cou ld  adversel y affect 
the  resu l ts  of the  subsequent tests  are  removed  from  the  chamber.  The  chamber shal l  be  
cl eaned  by operati ng  i t  a t 35  °C  ±  3  °C  wi th  deion ized  or d isti l l ed  water as  l ong  as  necessary.  
The  chamber shal l  be  cl eaned  each  time the  sa l t  solu tion  i n  the  reservoir has  been  used  up.  
Several  test runs  therefore  cou ld  be  run  before  clean ing ,  depend ing  on  the  s i ze  of the  
reservoir and  the  speci fied  test cond i ti on  (see  5. 5) .  When  l ong  duration  cond i tions  ( test 
cond i tions  C  and  D ,  see  5. 5)  are  requ i red ,  the  reservoir may be  refi l led  via  auxi l i ary reservoi rs  
so  that the  test cycle  does  not need  to  be  i n terrupted .  After the  clean ing  cycle,  on  restarting  
the  chamber,  the  reservoir shal l  be  fi l l ed  wi th  sa l t  solu tion  and  the  chamber shal l  be  stabi l i zed  
by operati ng  i t  un ti l  the  temperature  comes  to  equ i l i bri um ,  see  5. 4.  I f operation  of the  
chamber is  d iscontinued  for more  than  one  week,  the  remain ing  sal t sol u tion ,  i f any,  shal l  be  
d iscarded .  C lean ing  shal l  then  be  performed  prior to  restarti ng  the  test chamber.  I n term i tten t 
operation  of the  chamber i s  acceptable  provided  the  pH  and  concentration  of the  sal t sol u tion  
are  kept wi th in  the  l im i ts  defined  i n  i tem  b)  of Clause  4.  

5.2  In i tial  precondition ing  of l eads  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  the  test specimens  shal l  not be  precond i tioned .  When  in i tia l  
cond i ti on ing  is  speci fied ,  the  device  term inals  sha l l  be  subjected  to  a  stress  in  accordance 
wi th  test cond i ti on  B  of the  method  speci fi ed  i n  I EC 60749-1 4  before  the  specimens  are  
mounted  for the  sal t atmosphere  test.  When  the  sample  devices  be ing  subjected  to  the  sal t  
atmosphere  have  a l ready received  the  requ i red  i n i tia l  cond i tion ing ,  as  part of another test  
employing  the  same sample  devices,  the  term inal  bend  need  not be  repeated .  

5.3  Mounting  of test  specimens  

Test specimens  shal l  be  pos i tioned  so  that they do  not con tact each  other,  so  that they do  not 
sh ie l d  each  other from  the  freel y settl ing  fog ,  and  so  that corrosion  products  and  condensate  
from  one  specimen  does  not fal l  on  another.  

I n  cases  where  two orien tations  are  requ i red  for testi ng ,  the  speci fied  sample  s ize  shal l  be  
d i vi ded  in  ha l f (or as  close  to  one-hal f as  possib le).  I n  a l l  cases,  inspections  fol l owing  the  test 
i n  accordance  wi th  5 . 7  shal l  be  performed  on  a l l  package  surfaces.  

Precau tions  shal l  be  used  to  preven t l i gh t i nduced  photovol ta ic electrol ytic effects  when  
testing  windowed  UV erasable  devices.  

The  test specimens  shal l  be  moun ted  on  the  hold ing  fixtures  (p lexig lass  rods,  n ylon  or 
fiberg lass  screens,  n ylon  cords,  etc. )  i n  accordance wi th  the  appl icable  orientation(s)  below.  

a)  Dual - in - l i ne  packages  wi th  l eads  attached  to ,  or exi ti ng  from ,  package  s i des  (such  as  
s ide-brazed  packages  and  ceram ic dual - i n - l ine  packages):  l i d  upwards  1 5°  to  45°  from  
vertical .  One  of the  package s i des  on  wh ich  the  l eads  are  l ocated  shal l  be  orien ted  
upwards  at an  ang le  greater than  or equal  to  1 5°  from  vertical  (see  F igu re  1 ) .   

b)  Packages  wi th  l eads  attached  to,  or exi ting  from  the  opposi te  s ide  of the  l i d  (such  as  TO  
cans,  sol i d  s i dewal l  packages,  and  metal  p latform  packages):  l i d  1 5°  to  45°  from  vertical .  
One-hal f of the  samples  shal l  be  tested  wi th  the  l i d  upwards ;  the  remain ing  samples  shal l  
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be  tested  wi th  the  leads  upwards  (see  F igure  2).  For packages  wi th  l eads  attached  to ,  or 
exi ti ng  from  the  same si de  as  the  l i d ,  on l y one  orientation  ( l i d  and  leads  upwards)  i s  
requ i red .  

c)  Packages  wi th  l eads  attached  to,  or exi ti ng  from  package s ides,  paral le l  to  the  l i d  (such  as  
flatpacks):  L i d  1 5°  to  45°  from  vertical .  One  of the  package s ides  on  wh ich  the  l eads  are  
l ocated  shal l  be  orien ted  upwards  at an  ang le  greater than  or equal  to  1 5°  from  vertical .  
For packages  wi th  a  meta l  case,  one-hal f of the  samples  shal l  be  tested  wi th  the  l i d  
upwards;  the  remain ing  samples  shal l  be  tested  wi th  the  case  upwards.  Al l  other 
packages  shal l  be  tested  wi th  the  l i d  upwards  (F igure  3).  

d )  Lead less  and  l eaded  ch ip  carriers :  l i d  1 5°  to  45°  from  vertical .  One-hal f of the  samples  
shal l  be  tested  wi th  the  l i d  upwards;  the  remain ing  samples  shal l  be  tested  wi th  the  l id  
downwards  (see  F igure  4).  

e)  F lat  specimens  (e. g . ,  l i ds  on l y and  lead  frames  on ly) :  1 5°  to  45°  from  vertical .  

 

    

a)  End  view b)  Front vi ew c)  End  View d )  Front view 

 

Figure 1  – Dual -in-l ine  packages  with  l eads  attached  to,  or exi ting  from  package sides  
(such  as  side-brazed  packages  and  ceramic dual -in-l ine  packages)  
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45°  
1 5°  

IEC  IEC  

45°  
1 5°  
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End  vi ew Front  vi ew 

a)  TO can  exposed  wi th  cap  upwards  

  

End  vi ew Fron t vi ew 

b)  TO can  exposed  wi th  l eads  upwards  

  

End  vi ew Fron t vi ew 

c)  Sol id  s idewal l  package,  metal  p latform  package,  pin  grid  array,  
 exposed  wi th  l i d  upwards  
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1 5°  
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IEC  IEC  

45°  
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IEC  IEC  

45°  
1 5°  
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End  vi ew Fron t vi ew 

d)  Sol id  s idewal l  package,  metal  p latform  package,  pin  grid  array,   
exposed  wi th  l eads  upwards  

Figure 2  – Packages  with  l eads  attached  to,  or exi ting  from  the  opposi te  side  of the  l id  

    

a)  End  view b)  Front vi ew c)  End  view d )  Front view 

NOTE  I f the  case  i s  metal ,  one-hal f of the  samples  i s  tested  wi th  the  l i ds  exposed  upward ,  the  other one-hal f 
wi th  the  cases  exposed  upward .  

Figure 3  – Packages  with  l eads  attached  to,  or exi ting  from  package  s ides,  
paral lel  to  l ids  (such  as  fl atpacks)  
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End  vi ew Front  vi ew 

a)  Leadless  or l eaded  ch ip  carri er wi th  l i d  upwards  

  

End  vi ew Front  vi ew 

b)  Leadless  or l eaded  ch ip  carri er wi th  l i d  downwards  

Figure 4 – Lead less  and  l eaded  ch ip  carriers  

5.4  Chamber operation  

After chamber cond i tion ing  i n  accordance wi th  5 . 1 ,  the  devices  shal l  be  p laced  in  the  test 
chamber i n  such  a  way that they do  not contact each  other or sh ie ld  each  other from  the  
freel y settl ing  fog  and  that corrosion  product  and  condensate  from  one  specimen  does  not fa l l  
on  another.  A sa l t a tmosphere  fog  shal l  be  main ta ined  i n  the  test chamber for the  time 
speci fied  by the  requ i red  test cond i tion  l i s ted  i n  5 . 5 .  During  the  test,  the  chamber shal l  be  
held  at a  temperature  of 35  °C  ±  3  °C.  The  fog  concentration  and  veloci ty shal l  be  such  that 
the  rate  of sa l t  deposi t i n  the  test area  i s  between  20  g /m 2  and  50  g /m 2  per 24  h .  

5.5  Length  of test  

The m in imum  duration  of exposure  of the  sa l t  atmosphere  test sha l l  be  chosen  from  Table  1 .  
Un less  otherwise  speci fi ed ,  test cond i tion  A shal l  appl y.  

IEC  IEC  

45°  
1 5°  

IEC  IEC  

45°  
1 5°  
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Table  1  – M in imum  duration  of exposure  

Test condi tion  Length  of test  

h  

A 24  ±  2  

B  48  ±  4  

C  96  ±  4  

D  240  ±  8  

 

5.6  Examination  

Upon  completion  of the  sal t exposure  test,  the  test specimens  shal l  be  immed iatel y washed  
wi th  free  flowing  deion ized  water (not  warmer than  38  °C)  for at l east 5  m in  to  remove sal t  
deposi ts  from  thei r surface  after wh ich  they shal l  be  d ried  wi th  a i r or i nert  gas,  and  subjected  
to  the  i nspecti ons  be low.  

Al l  i nspections  shal l  be  performed  at a  magn i fication  of 1 0×  to  20× ,  un less  otherwise  speci fied  
i n  th is  procedure  (see  i tems  b)  and  c)  of 5. 7 . 1 ) ,  i n  accordance  wi th  the  fol lowing  cri teria.   

a)  Corros ion  sta ins  shal l  not  be  cons idered  as  part of the  defective  area  of i tem  a)  of 5. 7. 1 .  

b)  Corros ion  products  resu l ti ng  from  lead  corros ion  that deposi t onto  areas  other than  the  
l ead  shal l  not be  cons idered  as  part  of the  defective  area  of i tem  a)  of 5 . 7 . 1 .  

c)  Corros ion  at the  tips  of the  leads  and  corrosion  products  resu l ti ng  from  such  corros ion  
shal l  be  d isregarded .  

d )  Portions  of l eads  wh ich  cannot be  further tested  i n  accordance wi th  i tem  b)  of 5 . 7 . 1 ,  d ue  
to  geometry or design  (such  as  s tandoffs  on  p in  grid  arrays  or the  brazed  portion  of l eads  
on  s ide-brazed  packages),  shal l  be  subject to  the  fa i l u re  cri teria  of i tem  a)  of 5. 7. 1 .  

5.7  Fai lure  cri teria  

5.7. 1  Fin ished  product  

No device  i s  acceptable  that exh ib i ts:  

a)  corrosion  defects  over more  than  5  %  of the  area  of the  fi n ish  or base  meta l  of any 
package e lement other than  l eads  such  as  l i d ,  cap,  or case.  Corros ion  defects  to  be  
i ncluded  in  th is  measurement are:  p i tti ng ,  b l i stering ,  fl aking ,  and  corros ion  products.  The  
defective  area  may be  determ ined  by comparison  wi th  charts  or photographs  of known  
defective  areas  (see  F igure  5),  d i rect measurement us ing  a  grid  or s im i lar measuring  
device,  or image analys is ;  

b)  l eads  m issing ,  broken ,  or partia l l y separated .  I n  add i tion ,  any lead  wh ich  exh ib i ts  
p inholes ,  p i tti ng ,  b l i s tering ,  fl aking ,  corros ion  product  that completel y crosses  the  l ead ,  or 
any evidence of p i nholes,  p i tti ng ,  b l i s tering ,  fl aking ,  corrosion  product,  or corrosion  sta in  
at  the  g lass  seal  shal l  be  fu rther tested  as  fol lows:  

Bend  the  l ead  through  90°  at the  poin t  of degradation  i n  such  a  manner that tens i le  stress  
i s  appl i ed  to  the  defect reg ion .  Any l ead  wh ich  breaks  or shows  fracture  of the  base  metal  
through  greater than  50  %  of the  cross-sectional  area  of the  lead  shal l  be  considered  a  
reject.  I n  the  case  of mu l ti ple  defects ,  the  bend  shal l  be  made  at the  s i te  exh ib i ting  the  
worst case  corros ion .  On  packages  exh ib i ting  defects  on  more  than  ten  l eads,  bends  shal l  
be  made on  a  maximum  of ten  leads  exh ib i ti ng  the  worst case  corros ion .  The  exam ination  
of the  fractu re  shal l  be  performed  wi th  a  magn i fication  of 30×  to  60× ;  

c)  speci fied  markings,  wh ich  are  m iss ing  i n  whole  or in  part,  faded ,  smeared ,  b lurred ,  
sh i fted ,  or d is lodged  to  the  exten t that they are  not l eg ib le.  Th is  exam ination  shal l  be  
conducted  wi th  normal  room  l ighti ng  and  wi th  a  magn i fication  of 1 ×  to  3× .  
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5.7.2  Package elements  

When  th is  test i s  performed  on  package  e lements  or partia l l y assembled  packages  during  
i ncom ing  i nspection  or any time prior to  completion  of package  assembly as  an  optional  
qual i ty con trol  gate  or as  a  requ i red  test,  no  part i s  acceptable  that exh ib i ts :  

a)  corrosion  defects  over more  than  1 , 0  %  of the  area  of the  fi n ish  or base  metal  of l i ds  or 
over more  than  2 , 5  %  of the  area  of the  fi n ish  or base  metal  of any other package e lement 
other than  l eads  (such  as  case).  Corros ion  on  areas  of the  fi n ish  or base  meta l  that wi l l  
not be  exposed  to  surround ing  ambien t after device  fabrication  shal l  be  d i sregarded .  Th is  
i nspection  shal l  be  performed  accord ing  to  the  procedure  set  ou t i n  i tem  a)  of 5 . 7. 1 ;  

b)  l eads  wi th  fina l  l ead  fi n ishes  that  are  rej ectable  in  accordance  wi th  i tem  b)  of 5 . 7. 1 .  

6 Summary 

The fol l owing  deta i ls  shal l  be  speci fied  i n  the  appl i cable  procurement document:  

a)  i n i tia l  cond i ti on ing ,  i f requ ired  (see  5. 2) ;  

b)  test cond i ti on ,  i f other than  test cond i ti on  A (see  5. 5);  

c)  cl ean ing  procedure,  i f d i fferen t from  5 . 6 ;  

d )  measurements  and  exam inations  after test,  when  appl icable  for other than  visual  (see  
5. 6);  

e)  fai l u re  cri teria,  i f d i fferent  from  5. 7;  

f)  sample  s i ze  and  accept number.  
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Figure 5  – Corrosion  area  charts  
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Partie  1 3:  Atmosphère sal ine  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme i n ternationale  I EC 60749-1 3  a  été  établ ie  par l e  com i té  d 'études  47:  D ispos i ti fs  à  
sem iconducteurs.  

Cette  deuxième éd i tion  annu le  et remplace  l a  prem ière  éd i ti on  parue  en  2002.  Cette  ed i tion  
consti tue  une  révis ion  techn ique.   

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  
précédente:  

a)  a l i gnement avec la  norme M IL-STD-883J ,  Method  1 009.8 ,  Sal t Atmosphere  (Corrosion),  y  
compris  l es  i n formations  sur l e  cond i tionnement et l a  main tenance de  la  chambre  d ’essai  
et  sur l e  montage  des  spécimens  d ’essais  (y compris  l es  fi gures  expl icati ves) .  
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Le  texte  de  cette  norme i n ternationale  est i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

47/2446/FDIS  47/2455/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme i n ternationale.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC 60749,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Dispositifs  
à  semiconducteurs – Méthodes d’essais mécaniques et climatiques ,  peu t être  consu l tée  sur l e  
s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  le  contenu  de  ce  document ne  sera  pas  mod i fié  avan t la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web de  l ' I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch "  dans  l es  données 
re lati ves  au  document recherché.  A cette  date,  l e  document sera   

•  recondu i t,  

•  supprimé,  

•  remplacé  par une  éd i ti on  révisée,  ou  

•  amendé.  
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DISPOSITIFS  À SEMICONDUCTEURS –  
MÉTHODES D’ESSAIS  MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –  

 
Partie  1 3:  Atmosphère sal ine  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  partie  de  l ’ I EC 60749  décri t un  essai  d ’atmosphère  sal i ne  réa l i sé  pour déterm iner 
l a  rés istance  à  l a  corrosion  des  d ispos i ti fs  à  sem iconducteurs.  I l  s ’ ag i t d ’ un  essai  accéléré  qu i  
s imu le  l es  effets  d ’une  atmosphère  côtière  corros ive  sur toutes  les  surfaces  exposées.  I l  n ’ est  
appl icable  qu ’aux d ispos i ti fs  spéci fi és  pour un  environnement mari time.  

L ’essai  d ’atmosphère  sal i ne  est  cons idéré  comme destructi f.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivants  ci tés  dans  l e  texte  consti tuen t,  pour tou t ou  partie  de  l eur contenu ,  
des  exigences  du  présent document.  Pour l es  références  datées,  seu le  l ’éd i ti on  ci tée  
s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  
s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements) .  

I EC 60749-1 4 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Méthodes d’essais mécaniques et climatiques 
– Partie 14:  Robustesse des sorties  (intégrité des connexions)  

3 Termes et défin i tions  

Aucun  terme n ’est  défin i  dans  l e  présent document.   

L ’ I SO  et l ’ I EC ti ennent à  j our des  bases  de  données  term inolog iques  desti nées  à  être  u ti l i sées  
en  normal isation ,  consu l tables  aux adresses  su ivantes:  

•  I EC E lectroped ia:  d ispon ible  à  l ’adresse  h ttp: //www.electroped ia .org/  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  d ispon ib le  à  l ’ adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

4 Apparei l lage d ’essai  

Les  éléments  su ivan ts  sont  nécessaires  pour l a  réal isation  de  l ’essai  d ’atmosphère  sal i ne .  

a)  Une  chambre  à  température  contrôlée  avec bâti  à  l ’ épreuve de  l a  corrosion  approprié  pour 
l e  support des  d ispos i ti fs .  Tou tes  les  p ièces  présentes  au  sein  de  l a  chambre  d ’essai  et  
en tran t en  contact avec l es  spécimens  d ’essais  doivent être  consti tuées  de  matériaux ne  
pouvan t engendrer de  corros ion  é lectrol ytique.  La  chambre  doi t être  correctement venti l ée  
afi n  d ’empêcher une  montée  en  press ion  et  afin  de  permettre  une  réparti ti on  un i forme du  
brou i l lard  sal i n .  

b)  Un  réservoi r de  solu tion  sa l i ne  suffisamment protégé  du  m i l ieu  envi ronnan t.  

La  concentration  en  sel  do i t  être  comprise  entre  0 , 5  %  et 3 , 0  %  par masse  dans  l ’ eau  
dém inéral isée  ou  d isti l lée  comme prescri t  pour obten i r l es  taux de  dépôts  exigés  en  5 . 4 .  
Le  sel  u ti l i sé  doi t être  du  ch lorure  de  sod ium  contenant à  sec au  p l us  0 , 1  %  par masse  
d ’ i odu re  de  sod ium  et au  p l us  0, 3  %  d ’ impuretés  tota les  en  masse.  Le  pH  de  l a  so lu tion  
sal i ne  doi t être  main tenu  en tre  6, 5  et  7, 2  l ors  d ’une  mesure  à  35  °C  ±  3  °C.  Seu ls  de  
l ’acide  de  ch lorhydrate  CP  (en  solu tion  d i l uée)  ou  de  l ’ hydroxyde  de  sod ium  doivent  être  
u ti l i sés  pour aj uster l e  pH .  
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c)  Des  moyens  pour d isperser la  so lu tion  sal i ne,  y compris  des  tuyaux appropriés  et une  
a l imentation  en  ai r comprimé ou  b ien  un  mélange  consti tué  de  20  %  d ’oxygène et de  80  %  
de  n i trogène ( l e  gaz pénétrant dans  les  pu lvérisateurs  doi t être  exempt de  tou tes  
impuretés,  te l les  que  l ’ hu i le  et  l es  poussières) .  

d )  Des  moyens  pour hum id i fi er l ’ a i r à  une  température  supérieure  à  l a  température  de  la  
chambre.  

e)  Un  séchoi r à  a i r ou  à  gaz i nerte.  

f)  Une  (des)  l oupe(s) ,  permettant un  gross issement de  1 ×  à  3× ,  de  1 0×  à  20×  et  de  30×  à  
60× .  

5 Procédure  

5.1  Cond itionnement  et  maintenance de  l a  chambre  d ’essai  

Le bu t du  cycle  de  nettoyage est de  ve i l l er au  retrai t de  la  chambre  de  tous  les  matériaux qu i  
pourraien t compromettre  les  résu l tats  des  essais  u l térieurs.  La  chambre  doi t être  nettoyée  à  
l ’a i de  d ’eau  dém inéral isée  ou  d is ti l l ée  à  une  température  de  35  °C  ±  3  °C  auss i  l ong temps  
que  nécessai re.  La  chambre  doi t être  nettoyée  chaque  fois  que  l a  so lu tion  sa l i ne  présente  
dans  le  réservoir est en tièrement consommée.  P l us ieurs  essais  peuven t donc être  condu i ts  
avan t l e  nettoyage,  en  fonction  de  l a  ta i l l e  du  réservoi r et  des  cond i tions  d ’essai  spéci fi ées  
(voir 5. 5) .  Lorsque  des  cond i ti ons  de  l ongue  durée  (cond i tions  d ’essai  C  et D ,  vo i r 5. 5)  son t  
nécessaires,  l e  réservoi r peu t être  re l i é  à  des  réservoirs  auxi l i a i res  afi n  de  ne  pas  in terrompre  
l e  cycle  d ’essai .  Après  l e  cycle  de  nettoyage,  l ors  de  l a  rem ise  en  état de  l a  chambre,  le  
réservoi r doi t  être  rempl i  avec une  solu tion  sa l i ne  et l a  chambre  doi t  être  s tabi l i sée  en  
l ’u ti l i sant j usqu ’à  amener la  température  à  un  état d ’équ i l i bre,  voi r 5 . 4 .  S i  l a  chambre  n ’ est  
pas  u ti l i sée  pendant p lus  d ’une  semaine,  tou te  solu tion  sa l ine  restan te  doi t être  j etée.  Le  
nettoyage doi t a lors  être  effectué  avan t de  remettre  la  chambre  en  état.  Une  u ti l i sation  
ponctuel le  de  l a  chambre  est acceptable,  pourvu  que  l e  pH  et la  concentration  de  la  solu tion  
sa l i ne  respecten t l es  l im i tes  défin ies  au  poin t  b)  de  l ’Article  4 .  

5.2  Préconditionnement in i tial  des  conducteurs  

Sauf spéci fication  contrai re,  l es  spécimens  d ’essais  ne  doivent pas  être  précond i tionnés.  

Lorsqu ’un  cond i tionnement i n i ti a l  est spéci fi é ,  les  connexions  du  d ispos i ti f doiven t être  
soum ises  à  une  con train te  selon  l a  cond i tion  d ’essai  B  de  la  méthode spéci fiée  dans  
l ’ I EC 60749-1 4  avant montage  des  spécimens  pour l ’ essai  d ’atmosphère  sal i ne.  Lorsque  les  
d ispos i ti fs  échanti l l ons  qu i  sont soum is  à  l ’a tmosphère  sal i ne  ont déj à  subi  l e  cond i tionnement 
i n i tia l  exigé,  dans  l e  cadre  d ’un  au tre  essai  u ti l i sant l es  mêmes  d ispos i ti fs  échanti l lons,  i l  n ’est  
pas  nécessai re  de  répéter l a  courbure  de  l a  connexion .  

5.3  Montage des  spécimens  d ’essais  

Les  spécimens  d ’essais  doivent être  pos i ti onnés  de  sorte  qu ’ i l s  ne  soient pas  en  contact l es  
uns  avec l es  au tres  afin  qu ’ i l s  ne  se  fassent pas  mutuel lement écran  par rapport au  brou i l l ard  
qu i  se  dépose l i brement et  ce,  de  man ière  à  ce  que  le  produ i t de  la  corros ion  et l e  condensat 
d ’un  spécimen  ne  perturben t pas  ceux d ’un  au tre  spécimen .  

Dans  les  cas  où  deux orientations  son t nécessai res  pour l ’ essai ,  l a  ta i l le  de  l ’ échanti l l on  
spéci fiée  doi t être  d ivisée  par deux (ou  b ien  aussi  proche  que  possib le  d ’ une  moi ti é).  Dans  
tous  les  cas,  l es  i nspections  qu i  su iven t l ’ essai  comme ind iqué  en  5 . 7  doiven t être  effectuées  
sur tou tes  les  su rfaces  du  boîtier.  

Des  précautions  doivent  être  prises  pour évi ter l es  effets  é lectrol yti ques  photovol taïques  
indu i ts  par l a  l um ière  lors  de  la  m ise  à  l ’ essai  de  d isposi ti fs  effaçables  par rayonnements  
u l traviolets .  
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Les  spécimens  d ’essais  doiven t être  montés  su r l es  p ièces  de  fixation  ( ti ges  en  p lexig las,  
écrans  en  nylon  ou  en  fibre  de  verre,  cordons  en  nylon ,  etc. )  conformément à  (aux)  
l ’orien tation(s)  appl icable(s)  ci -dessous.  

a)  Boîtiers  DIP  avec les  conducteurs  fixés  aux côtés  du  boîtier,  ou  b ien  qu i  en  sortent,  ( te ls  
que  des  boîtiers  à  brasage  latéral  e t des  boîtiers  DIP  en  céram ique):  couvercle  vers  l e  
hau t de  1 5°  à  45°  par rapport  à  la  verticale.  Un  des  côtés  du  boîtier comprenant  l es  
conducteurs  doi t être  orien té  vers  le  haut  avec un  ang le  supérieu r ou  égal  à  1 5°  par 
rapport à  l a  vertica le  (voi r F igure  1 ) .  

b)  Boîtiers  avec les  conducteurs  fixés  au  côté  opposé au  couvercle,  ou  b ien  qu i  en  sorten t  
(te ls  que  des  boîtiers  TO,  des  boîtiers  à  paroi  l atérale  sol i de  et des  boîtiers  d isposant  
d ’une  p lateforme méta l l i que) :  couvercle  entre  1 5°  et 45°  par rapport à  l a  vertica le.  La  
moi tié  des  échanti l lons  doi t  être  soum ise  à  l ’essai  avec l e  couvercle  vers  l e  hau t;  l ’ au tre  
moi tié  doi t être  soum ise  à  l ’ essai  avec l es  conducteurs  vers  l e  haut (voi r F i gure  2) .  Pour 
l es  boîtiers  avec les  conducteurs  fixés  au  même côté  que  l e  couvercle,  ou  b ien  qu i  en  
sortent,  une  seu le  orientati on  est  nécessaire  (couvercle  et conducteurs  vers  l e  hau t) .  

c)  Boîtiers  avec les  conducteurs  fixés  aux côtés  l atéraux paral lè les  au  couvercle,  ou  b ien  qu i  
en  sorten t ( te ls  que  des  boîtiers  p lats) :  couvercle  en tre  1 5°  et  45°  par rapport à  l a  
verticale.  Un  des  côtés  du  boîtier comprenant l es  conducteurs  doi t ê tre  orienté  vers  l e  
hau t avec un  ang le  supérieur ou  égal  à  1 5°  par rapport à  la  verticale.  Pour l es  boîtiers  en  
métal ,  l a  moi tié  des  échanti l lons  doi t être  soum ise  à  l ’ essai  avec l e  couvercle  vers  l e  hau t;  
l ’au tre  moi tié  doi t être  soum ise  à  l ’essai  avec l e  boîtier orien té  vers  l e  hau t.  Tous  les  
au tres  boîtiers  doiven t être  soum is  à  l ’ essai  avec l e  couvercle  orienté  vers  le  haut   
(F igure  3).  

d )  Supports  de  puce  avec ou  sans  p lomb:  couvercle  entre  1 5°  et 45°  par rapport à  l a  
vertica le .  La  moi ti é  des  échanti l lons  doi t être  soum ise  à  l ’essai  avec le  couvercle  vers  le  
hau t;  l ’ au tre  moi tié  doi t être  soum ise  à  l ’ essai  avec l e  couvercle  orien té  vers  l e  bas  (voir 
F i gure  4) .  

e)  Spécimens  p lats  (par exemple,  des  couvercles  ou  des  châssis  de  conducteurs  seu ls) :  
en tre  1 5°  et 45°  par rapport à  l a  verticale .  

 

    

a)  Vue l atérale  b)  Vue  avant  c)  Vue  l atérale  d )  Vue  avant  

 

Figure 1  – Boîtiers  D IP  avec les  conducteurs  fixés  aux côtés  du  boîtier,  ou  bien  qu i  en  
sortent (tels  que des  boîtiers  à  brasage latéral  et  des  boîtiers  D IP  en  céramique)  
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Vue  l atéral e  Vue  avan t  

a)  Boîtier TO exposé  avec l e  capot vers  l e  haut  

  

Vue  l atéral e  Vue  avan t  

b)  Boîti er TO exposé avec l es  conducteurs  vers  l e  hau t  

  

Vue  l atéral e  Vue  avant  

c)  Boîti er à  paroi  l atérale  sol ide,  boîtier d i sposan t d ’une plateforme métal l ique,   
matrice  de  broches,  exposés  avec l e  couvercle  vers  l e  hau t  
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Vue  l atéral e  Vue  avan t  

d)  Boîti er à  paroi  l atéral e  sol ide,  boîti er d isposant d ’ une  plateforme métal l i que,   
matrice  de  broches,  exposés  avec l es  conducteurs  vers  l e  haut  

Figure 2  – Boîtiers  avec l es  conducteurs  fixés  au  côté  opposé au  couvercle,  
ou  b ien  qu i  en  sortent  

    

a)  Vue  l atérale  b)  Vue avant  c)  Vue  l atérale  d )  Vue  avant  

NOTE  S i  l e  boîti er est  en  métal ,  l a  moi ti é  des  échanti l l ons  est  soum ise  à  l ’ essai  avec l e  couvercle  orien té  vers  
l e  hau t,  l ’ au tre  moi ti é  est  soum ise  à  l ’ essai  avec l e  boîti er ori en té  vers  l e  hau t.  

Figure 3  – Boîtiers  avec l es  conducteurs  fixés  aux côtés  l atéraux paral lèles  
au  couvercle,  ou  bien  qu i  en  sortent  (tels  que  des  boîtiers  plats)  
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Vue  l atéral e  Vue  avan t  

a)  Supports  de  puce avec ou  sans  plomb,  l e  couvercle  orienté  vers  l e  hau t  

  

Vue  l atéral e  Vue  avan t  

b)  Supports  de  puce  avec ou  sans  plomb,  l e  couvercle  orienté  vers  l e  bas  

Figure 4 – Supports  de  puce avec ou  sans  plomb  

5.4  Fonctionnement de  l a  chambre  

Après  le  cond i ti onnement i n i tia l  de  la  chambre  comme ind iqué  en  5 . 1 ,  l es  d ispos i ti fs  doivent  
être  p lacés  dans  la  chambre  d ’essai  de  man ière  à  ce  qu ’ i l s  ne  soien t pas  en  con tact l es  uns  
avec les  au tres  ou  qu ’ i l s  ne  se  fassen t pas  mutuel l ement écran  par rapport au  brou i l l ard  qu i  
se  dépose  l i brement et ce,  de  man ière  à  ce  que  l e  produ i t de  la  corrosion  et l e  condensat d ’un  
spécimen  ne  perturbent pas  ceux d ’un  au tre  spécimen .  Un  brou i l lard  sal i n  doi t être  main tenu  
à  l ’ in térieur de  l a  chambre  d ’essai  pendant la  durée  spéci fi ée  par l a  cond i tion  d ’essai  exigée  
en  5 . 5.  Pendant l ’essai ,  l a  chambre  doi t être  main tenue  à  une  température  de  35  °C  ±  3  °C.  
La  concentration  et l a  vi tesse  du  brou i l l ard  doiven t être  te l l es  que  l e  taux de  dépôt de  se l  
dans  l a  zone  d ’essai  soi t  compris  en tre  20  g /m 2  et  50  g /m 2  par 24  h .  

5.5  Longueur de  l ’ essai  

La durée  m in imale  d ’exposi tion  pour l ’ essai  d ’atmosphère  sa l ine  doi t être  sélectionnée dans  
l e  Tableau  1 .  Sauf spéci fi cation  con trai re,  l a  cond i ti on  d ’essai  A doi t  s ’appl i quer.  
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Tableau  1  – Durée min imale  d ’exposition  

Condi tion  d ’essai  Longueur d ’ essai  

h  

A 24  ±  2  

B  48  ±  4  

C  96  ±  4  

D  240  ±  8  

 

5.6  Examen  

À l ’ i ssue  de  l ’ essai  d ’exposi tion  sa l i ne,  les  spécimens  d ’essais  doiven t être  nettoyés  
imméd iatement avec de  l ’eau  dém inéral isée  à  écou lement l i bre  (don t l a  température  ne  
dépasse  pas  38  °C)  pendant au  moins  5  m inu tes  afi n  de  reti rer l es  dépôts  de  sel  de  l eur 
surface,  après  quoi  i l s  doivent être  séchés  à  l ’ a i r ou  au  moyen  d ’ un  gaz inerte  avant d ’ être  
su jets  aux i nspections  décri tes  ci -dessous.  

Toutes  l es  i nspections  doivent être  effectuées  avec un  gross issement de  1 0×  à  20× ,  sauf 
spéci fication  contra ire  dans  l a  présente  procédure  (voi r poin ts  b)  et c)  de  5 . 7 . 1 ) ,  
conformément aux cri tères  su ivan ts.   

a)  Les  traces  de  corrosion  ne  doiven t pas  être  cons idérées  comme faisan t partie  de  l a  zone  
défectueuse  du  poin t  a)  de  5. 7. 1 .  

b)  Les  produ i ts  de  corros ion  engendrés  par une  corrosion  des  conducteurs  et q u i  se  
déposen t sur des  zones  au tres  que  l es  conducteurs  eux-mêmes  ne  doivent pas  être  
cons idérés  comme faisan t partie  de  la  zone  défectueuse  du  poin t  a)  de  5. 7. 1 .  

c)  La  corros ion  aux extrém i tés  des  conducteurs  ai ns i  que  l es  produ i ts  de  corros ion  résu l tan t 
d ’une  te l l e  corrosion  ne  doivent pas  être  pris  en  compte.  

d )  Les  parties  des  conducteurs  ne  pouvant  être  soum is  à  l ’ essai  conformément au  poin t  b)  
de  5. 7. 1 ,  du  fai t  de  leur géométrie  ou  de  l eur conception  (te l les  que  des  chevi l l es  sur l es  
matrices  de  broches  ou  bien  la  partie  brasée  des  conducteurs  des  boîtiers  à  brasage 
l atéral )  doiven t être  soum is  aux cri tères  de  défa i l l ance  du  poin t  a)  de  5. 7 . 1 .  

5.7  Cri tères  de  défai l lance  

5.7. 1  Produ it fin i  

Un  d isposi ti f n ’est  pas  accepté  s ’ i l  présente:  

a)  des  défau ts  de  corros ion  sur p lus  de  5  %  de  la  zone  de  fin i tion  ou  du  méta l  de  base  de  
tou t é l ément du  boîtier au tre  que  l es  conducteurs  (par exemple  l e  couvercle,  l e  capot ou  
b ien  l e  boîtier même).  Les  défau ts  de  corros ion  concernés  par ce  mesurage sont l es  
p iqûres,  les  cloques,  l ’écai l l age  et les  produ i ts  de  corrosion .  La  zone  défectueuse  peut 
être  déterm inée  par une  comparaison  avec des  d iagrammes ou  des  photograph ies  de  
zones  défectueuses  connues  (voir F i gure  5) ,  par un  mesurage d i rect à  l ’ a ide  d ’une  gri l l e  
ou  d ’ un  d isposi ti f de  mesurage  s im i la i re,  ou  b ien  par une  anal yse  d ’ image;  

b)  des  conducteurs  manquants,  cassés  ou  b ien  partiel l ement séparés.  De  p lus,  tou t 
conducteur exposan t des  trous  d ’éping le,  des  p i qûres,  des  cloques,  de  l ’écai l lage,  un  
produ i t de  corrosion  traversan t entièrement l e  conducteur,  ou  b ien  tou te  preuve  de  trous  
d ’éping le,  de  p iqûres,  de  cloques,  d ’écai l l age,  d ’ un  produ i t de  corrosion  ou  tou te  trace  de  
corrosion  sur l e  j o i n t  en  verre  doi t  fa i re  l ’ objet d ’un  essai  supplémentai re  comme su i t:  

P l ier l e  conducteur à  90°  au  poin t de  dégradation  de  sorte  à  appl i quer une  contra in te  de  
traction  sur l a  zone  du  défaut.  Un  conducteur qu i  se  casse  ou  qu i  montre  une  fracture  du  
métal  de  base  sur p lus  de  50  %  de  l a  zone  transversale  du  conducteur doi t être  rejeté.  S i  
l e  conducteur présente  p lus ieurs  défauts ,  l a  p l i u re  doi t  ê tre  effectuée  au  n i veau  de  l a  
corrosion  l a  p lus  importan te.  Sur l es  boîtiers  présentant des  défauts  sur p lus  de  d ix 
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conducteurs,  u ne  pl i u re  doi t être  effectuée  su r un  maximum  de  d ix conducteurs  présentan t 
l e  cas  de  corros ion  l e  p l us  important.  L ’examen  de  l a  fracture  doi t  être  effectué  avec un  
g ross issement de  30×  à  60× ;  

c)  des  marquages  spéci fi és  manquan ts,  entièrement ou  en  partie ,  estompés,  éta lés,  flous,  
décalés  ou  bien  détachés  au  poin t de  ne  p lus  être  l i s ib les.  Cet examen  doi t être  condu i t 
avec une  l um ière  i n térieu re  ambiante  normale  et  un  grossissement de  1 ×  à  3× .  

5.7.2  Éléments  du  boîtier 

Lorsque  cet essai  est effectué  sur des  é léments  du  boîtier ou  b ien  des  boîtiers  partie l l ement 
assemblés,  au  cours  d ’une  inspection  de  réception  ou  b ien  à  n ’ importe  quel  moment avant l a  
final isation  de  l ’ ensemble  du  boîtier,  en  tant que  con trôle  de  qual i té  facu l tati f ou  b ien  en  tan t 
qu ’essai  exigé,  aucune  p ièce  n ’est acceptée  s i  e l l e  expose:  

a)  des  défau ts  de  corrosion  sur p lus  de  1 , 0  %  de  l a  zone  de  fi n i ti on  ou  du  méta l  de  base  du  
couvercle  ou  bien  sur p l us  de  2 , 5  %  de  l a  zone  de  fi n i ti on  ou  du  métal  de  base  de  tou t 
au tre  é lément du  boîtier à  l ’ exception  des  conducteurs  (par exemple  le  boîtier même).  Les  
corrosions  présentes  sur des  zones  de  fi n i tion  ou  du  métal  de  base  qu i  ne  seront pas  
exposées  au  m i l i eu  envi ronnan t une  fo is  l e  d isposi ti f fabriqué  ne  doiven t pas  être  prises  
en  compte.  Cette  i nspection  doi t  être  effectuée  conformément à  l a  procédure  établ i e  au  
poin t  a)  de  5. 7. 1 ;  

b)  des  conducteurs  présentant des  fi n i ti ons  qu ’ i l  convien t de  rejeter conformément au  
poin t  b)  de  5. 7. 1 .  

6 Résumé 

Les  i n formations  su ivan tes  doiven t être  sti pu lées  dans  l e  document d ’approvisionnement 
appl icable:  

a)  cond i ti onnement i n i tia l ,  s i  exigé  (voi r 5. 2) ;  

b)  cond i ti on  d ’essai ,  s i  e l le  est  d i fféren te  de  la  cond i ti on  d ’essai  A (voi r 5 . 5) ;  

c)  procédure  de  nettoyage,  s i  e l le  est  d i fféren te  de  5 . 6;  

d )  mesurages  et examens  après  l ’essai ,  s i  au tres  que  visuels  (voir 5. 6);  

e)  cri tères  de  défai l l ance,  s ’ i l s  sont  d i fféren ts  de  ceux de  5 . 7 ;  

f)  ta i l le  de  l ’ échan ti l l on  et  nombre  accepté.  
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Figure 5  – Diagrammes  d ’une  zone de  corrosion  
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